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Ⅰ．光源全体の市場動向 

１．光源の種類 ······················································································· （  １） 
２．既存光源の市場動向 ············································································ （  ２） 
 １）一般照明用白熱電球・蛍光灯の市場規模と予測········································ （  ２） 
 ２）一般照明用白熱電球・蛍光灯の地域別市場規模········································ （  ３） 
３．環境規制が光源市場に与える影響 ··························································· （  ４） 
４．光源の用途別市場動向 ········································································· （  ５） 
 １）用途別全体市場 ··············································································· （  ５） 
 ２）光源種類別市場シェア ······································································ （  ８） 
 ３）用途別光源別シェア ········································································· （ １１） 
  ①液晶バックライト ············································································ （ １１） 
  ②照明 ····························································································· （ １４） 
  ③自動車 ·························································································· （ １７） 

 

Ⅱ．次世代光源の市場動向 

１．ＬＥＤ ····························································································· （ ２０） 
１）開発背景，発光原理と構造 ································································· （ ２０） 
２）製造プロセス，要素技術···································································· （ ２１） 

 ３）特長と問題点·················································································· （ ２２） 
 ４）参入メーカーとアライアンス ······························································ （ ２３） 

①参入メーカーのクラス別一覧 ······························································ （ ２３） 
   ②参入メーカーの事業形態別一覧 ··························································· （ ２５） 
   ③主要メーカーのアライアンス動向 ························································ （ ２８） 
   ④業界マップ ···················································································· （ ３３） 
  ５）市場規模と予測 ··············································································· （ ３４） 
  ６）価格動向 ······················································································· （ ３７） 
  ７）用途別比率動向 ··············································································· （ ３８） 
  ８）照明用途の分析 ··············································································· （ ４４） 
   ①白色ＬＥＤ市場の実績・見通し ··························································· （ ４４） 
   ②白色ＬＥＤの照明分野への応用動向······················································ （ ４５） 
   ③主要メーカーにおけるＬＥＤ電球の製品化動向········································ （ ４６） 
   ④照明用白色ＬＥＤの現状と今後の方向性 ················································ （ ５３） 
  ９）液晶バックライト用途の分析 ······························································ （ ５４） 
   ①白色ＬＥＤ市場の実績・見通し ··························································· （ ５４） 
   ②サイズ別・用途動向 ········································································· （ ５５） 
   ③バックライト用白色ＬＥＤの現状と今後の方向性 ····································· （ ５６） 
  １０）自動車用途の分析 ········································································· （ ５７） 
   ①自動車ランプの種類とＬＥＤ化 ··························································· （ ５７）
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   ⑥ダイアタッチ材 ··············································································· （ ８０） 
  １３）蛍光体・白色化技術開発動向 ··························································· （ ８１） 
   ①演色性の改善·················································································· （ ８１） 
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   ③蛍光体に対する要求特性···································································· （ ８３） 
   ④蛍光体に求められる材料特性と新規材料の開発動向 ·································· （ ８４） 
   ⑤白色化技術の実用化状況···································································· （ ８５） 
  １４）ＬＥＤチップの技術開発動向 ··························································· （ ８７） 
 ２．有機ＥＬ ·························································································· （ ９０） 
  １）開発背景，発光原理と構造 ································································· （ ９０） 
  ２）製造プロセス，要素技術···································································· （ ９１） 
  ３）特長と問題点·················································································· （ ９２） 
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   ②事業化状況，計画 ············································································ （ ９７） 
   ③アライアンス，マップ ······································································ （ ９８） 
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  ７）これまでの用途探索例 ······································································ （１１４） 
  ８）用途動向 ······················································································· （１１６） 
   ①２００８～２０１０年 ······································································ （１１９） 
   ②２０１１～２０１５年 ······································································ （１１９） 
   ③２０１６～２０２０年 ······································································ （１２０）



 

  ９）価格動向 ······················································································· （１２１） 
  １０）技術開発動向 ··············································································· （１２２） 
   ①現在の製品性能 ··············································································· （１２２） 
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   ③技術開発テーマと解決策···································································· （１２６） 
   ④高輝度化／長寿命化 ········································································· （１２７） 
   ⑤コストダウン，フレキシブル化，大面積化 ············································· （１２８） 
   ⑥主要メーカー，研究機関の動向 ··························································· （１２９） 
 ３．無機ＥＬ ·························································································· （１４０） 
  １）開発背景，発光原理と構造 ································································· （１４０） 
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国 メーカー 
事業形態 

チップ デバイス 
モジュール 

ユニット 
器具 電球 ライセンス  

日本 

光波  ○ ○ ○   

三洋電機  ○     

シチズン電子  ○     

シャープ ● ○ ○ ○ ○  

昭和電工 ○      

スタンレー電気  ○ ○  ○  

住友電気工業 ○      

星和電機 ● ○ ○    

東芝セミコン ● ○     

豊田合成 ○ ○ ○ ○  ○ 

ナイトライド ○      

日亜化学工業 ● ○    ● 

パナソニックオプト ● ○     

パナソニックライティング  ○     

パナソニック電工  ● ● ○ ○  

三菱化学 ○ ＵＤ ＵＤ ＵＤ   

ローム  ○ ○    

ＩＤＥＣオプトデ

バイス 
 ○ ○    

独 ＯＳＲＡＭ ＯＰＴ 
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ 

● ○ ○   ○ 

米国 

Ａｖａｇｏ  
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 

 ○     

Ｌｕｍｉｌｅｄｓ ○ ○ ○    

Ｃｒｅｅ ○ ○    ○ 

Ｖｉｓｈａｙ  ○     

○  製造販売   ● 自社・グループ内ユース   ＵＤ 開発中 
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   ④業界マップ 

      前述した白色ＬＥＤ関連での主なライセンス，提携関係などの業界マップは以下のとお

りで、日亜化学工業，豊田合成，ＯＳＲＡＭ Ｏｐｔｏ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ，

Ｃｒｅｅの４社が中心となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ｸﾛｽﾗｲｾﾝｽ      ﾗｲｾﾝｽ供与      提携，合併      その他 

Seoul Semi. Avago 

Lumileds 

Cree 

ｽﾀﾝﾚｰ電気 

OSRAM 

日亜化学 

ローム 

Vishay 

Lednium 

Samsung E-M 

EverLight 

Lite-On 

Haevatek 

YHi 

ｼﾁｽﾞﾝ電子 

朝日ﾗﾊﾞｰ 

シャープ 

豊田合成 東芝 Tridonic Atoco 

Tridonic Opto Twin Hill 

白色 LED 

白色 LED 

LED ｶﾗｰ 

ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 

GaN 系 LED 

白色 LED 白色 LED 

GaN 系 

LED 

白色 LED 

白色 LED

白色 LED 

資本提携 

白色 LED 

GaN 系 

LED 

白色 LED 

資本提携 

ｼﾘｺﾝﾗﾊﾞｰ白色 LED 

ﾊｲﾊﾟﾜｰ LED 

合併 白色 LED 提携 

LED 製造 

合併 蛍光体 

ﾗｲｾﾝｽ 

共同取得 

Cotoco 

Intrisic 

King Br 

M&A 

M&A 

三菱化学 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電子 
白色 LED 

東芝ﾗｲﾃｯｸ 
白色 LED 

昭和電工 
白色 LED ﾁｯﾌﾟ 



38 
 

単位：百万個

０８ ０９
１０

（見込み）
１１

（予測）
１２

（予測）
１３

（予測）
１４

（予測）
１５

（予測）

小 3,300 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200

中 1,800 2,800 5,000 7,000 7,700 8,500 8,900 9,200

大 500 3,600 8,000 15,400 20,000 22,700 24,600 25,600

計 5,600 10,000 16,700 26,200 31,600 35,200 37,600 39,000

一般 わずか 30 180 340 450 600 900 1,400

環境 140 210 270 310 350 400 500 600

特殊

計 140 240 450 650 800 1,000 1,400 2,000

前照灯 わずか 5 10 15 20 30 40 50

信号灯 5 10 10 15 20 20 30 40

室内灯

他
45 85 130 170 210 250 330 410

計 50 100 150 200 250 300 400 500

2,550 2,700 2,700 2,700 2,800 2,900 3,000 3,000

8,340 13,040 20,000 29,750 35,450 39,400 42,400 44,500全体

　　　　　　年
 用途

液晶

ＢＬＵ

照明

車

その他

 

  ７）用途別比率動向 

   ＜数量ベース＞ 

    ２００８～２０１５年予測／数量 
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   ②ハイパワー化・高効率化の動向 

   クラス別主要メーカーと主力製品 

クラス メーカー 製品 クラス メーカー 製品 

1W 

日亜化学工業 NCSW 119 
3W 

Lumileds LUXEON Rebel 

ＯＳＲＡＭ Golden Dragon Ａｖａｇｏ ASMT 

Seoul Semi Z1 

5～8W 

シチズン電子 CL-L102 

P4 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ社 
DML12 

Ｃｒｅｅ XLamp ＩＤＥＣ M ｸﾞﾚｰﾄﾞ 

3W 

シチズン電子 CL-L102 ＯＳＲＡＭ Diamond DRAGON 

シャープ GW58 
10～15W 

ｼﾁｽﾞﾝ電子 CL-L233 

ＯＳＲＡＭ Rlatinum DRAGON Seoul Semi P7 

    大電流品の主要メーカーにおける主力製品は上記の通りで、１Ｗクラスでは日亜化学が業界

をリードしている。日亜グループでは日亜化学がｌＷクラス、シチズン電子とスタンレー電気

が３Ｗクラス超品やモジュール製品を中心に製品開発を進めており、日亜化学では２０ｍＡ投

入で１５０ｌｍの光量をもつ雷神（ＮＳＰWR７０ＣＳ）を製品化、大電流品でも３５０ｍＡ

投入で１３０ｌｍの光量をもつＮＣＳＷ１１９を製品化しており、高効率化で業界をリードし

ている。 

    また３Ｗ，５～８Ｗ，１０～１５Ｗクラスでも急速に全光束は大きくなりつつあり、発光効

率も向上している。シチズン電子では３Ｗクラスで７８ｌｍ／Ｗと高効率、Ｌｕｍｉｌｅｄｓ

でも８２ｌｍ／Ｗに達しており、３Ｗクラスでも実用性を獲得しつつある。１０Ｗ以上では１,

０００ｌｍ超もあり、急速にハイパワー化が進行している。 

    １Ｗ → ３Ｗ → ５～８Ｗ → １０～１５Ｗとクラスがあがるに従い、発熱と耐久性の問題

が大きくなるため、いかに高効率化を図るか、いかに放熱するかがポイントとなり、パッケ

ージングや実装技術がキーテクとなる。そして照明用途での展開を考えると演色性の問題が

残されており、高効率化とともに蛍光体の開発が必要となる。
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   ⑤封止材 

   パッケージスタイルと封止材の性状・材種の関係 

 小電流品・中電流品 大電流品 
一般 高輝度 大出力 

リード 砲弾 １次封止：シリコーン・ゲル 
２次封止：エポキシ・レジン 

―― 

ＳＭＤ 

サイドビュー エポキシ・レジン シリコーン・エラストマー ―― 

トップ 
ビュー 

レンズ 
無し エポキシ・レジン 

シリコーン・エラストマー 
エポキシ・レジン 

シリコーン・ 
エラストマー 

レンズ 
搭載 

―― ―― シリコーン・ 
ゲル 

レンズ ―― ―― シリコーン・ 
レジン 

     白色ＬＥＤの封止材はエポキシとシリコーンの２つの樹脂系に大別され、砲弾はチップ保

護用の１次封止（リードフレームカップ内）にはシリコーン，レンズと共用となる２次封止

にはエポキシが使われ、１次封止では蛍光体をシリコーンに混ぜる。 

     サイドビューは安価な一般品はエポキシ、高輝度品はシリコーンと使い分けられるが、大

半がシリコーンで蛍光体を混ぜて使い、トップビューは、レンズ無しは一般品はエポキシ、

高輝度品とハイパワー品はシリコーンで、レンズ搭載ではシリコーンがチップ保護用として

使われ、封止材の中に蛍光体を混ぜる。 

     また封止材を硬さでみると、ゲル，エラストマー，レジンの３つに大別され、エポキシは

硬いレジンのみ、シリコーンはゲル，エラストマーそしてレジンの開発も進んでいる。 

     シリコーンでは、ゲルは砲弾やトップビュー・レンズ搭載のハイパワー品のチップ保護用

として使われており、エラストマーはサイドビューの高輝度品，トップビュー・レンズ無し

の高輝度品・大電流品で使われている。エポキシのレジンは砲弾のレンズ共用の２次封止、

サイドビュー・トップビューの一般品で使われている。 

     封止材への要求特性では低熱膨張，接着性，耐リフロー性の３点を基本に高輝度品では屈折

率が加わり、また大電流品ではこれらの要求項目に加え、耐久（光）性と熱伝導性も重要
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Ｌ照明を量産している企業は見当たらない。 

     サンプルワークのレベルでは蒸着型でＬｕｍｉｏｔｅｃが開始、塗布型についてはサンプ

ルワークのレベルでも見当たらない。 

     海外ではＧＥ，ＯＳＲＡＭ，Ｐｈｉｌｉｐｓが有機ＥＬ照明の事実化ではよく知られてお

り、ＧＥは塗布型でコニカミノルタと提携、ＯＳＲＡＭとＰｈｉｌｏｐｓの２社は蒸着型で

サンプルワーク・小量生産のレベルにある。 

     量産またはサンプルワークはすべて蒸着型で、塗布型についてはいずれの企業においても

Ｒ＆Ｄレベルにある。 

 

   ②事業化状況，計画 

    主要企業と事業化状況・計画 

 
企業名 

事業化状況・計画 

生産開始 拠 点 

日本 コニカミノルタ 2010年 11月 日野工場 35 億円投資 

昭和電工  千葉事業所 試作ライン 

住友化学  
デバイス開発 
センター 

試作ライン 

東北デバイス 2006 年 青森工場 
量産ライン 
100万パネル/月（2”換算） 

パナソニック電工  
先端技術 
開発研究所 

 

三菱化学 2011 年 東北パイオニア  

Ｌｕｍｉｏｔｅｃ 2010 年 本社工場 パイロットライン 

ＮＥＣライティング 2010 年度  試作ライン 

米国 ＧＥ    

欧州 ＯＳＲＡＭ 2009 年   

Ｐｈｉｌｉｐｓ 2009 年 アーヘン工場  

 

    生産開始年／企業数 

年 ２００９ ２０１０ ２０１１ 
企業数 ２社 ３社 １社 
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   ③２０１６年以後の市場見通し 

     有機ＥＬ照明は塗布型のＲｏｌｌ ｔｏ Ｒｏｌｌ方式の生産技術確立により、フレキシブ

ル化とコストダウンを手に入れた時に市場での競争力を発揮できる。それまでは競争のな

い領域で小規模な市場を得るにとどまるが、２０１６年以後はＬＥＤ照明との競合がキー

となる。 

     ２０１６年頃にはＬＥＤの既存光源への代替はいよいよ本格化する時期にあたり、照明と

いう商品の性格上、先行したものが市場をおさえてしまうという傾向にあることから、２

０１６年以後もしばらくの間、有機ＥＬ照明はニッチ市場でＬＥＤや既存光源とすみ分け

ていく可能性が高く、市場は飛躍しないと予測される。 

     ＬＥＤの性能が今後もますます向上、ＬＥＤ照明の寿命を考えると有機ＥＬ照明が市場の

中で本格化するのは２０２０年代となり、今後１０年間はＬＥＤの弱い部分を補完する光

源としての位置付けが続くと予測される。ＬＥＤの場合、ＬＥＤ電球の様に既存の光源に

そのまま置き換わるという形で市場を拡大できるか、有機ＥＬはこれまでの照明器具で培

ってきたものが使えないため、軌道にのせるには相当の時間がかかり、しばらくはニッチ

にとどまるだろう。 

     ただ将来的（２０～３０年後）にはＲｏｌｌ ｔｏ Ｒｏｌｌ方式で製造できればコスト的

に他の光源との競争力をもてることから、薄くてフレキシブルな面光源という特色を活か

して大きく飛躍できる可能性を秘めているとしか今は言えない。 

     ＬＥＤの場合、カラー携帯のバックライトを足がかりに一般照明市場で本格化しつつある

が、有機ＥＬは液晶バックライト用途という足がかりを築けなかったことは今後の市場展

開に影響していく。国内外の有機ＥＬに取り組む主要企業の間でも公費での開発プロジェ

クトには応募するか、自腹を切る開発には消極的な企業も目立つ。 

     ＬＥＤはこれまで各企業の自前の開発を中心に進んできたのと対照的でもあり、こうした

側面をみると照明や光源で実力のある企業が有機ＥＬ照明にいつ本気になるかが今後の市

場を左右する。 
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  ７）これまでの用途探索例 

   用途探索例 

分野 具体的用途 

利用特性 

面
発
光 

軽
薄 

フ
レ
キ
シ
ブ
ル 

光
質 

そ
の
他 

建築 美術館照明    ○※１  

スタジオ照明  ○  ○※１  

装飾壁紙照明 ○ ○ ○   

夜間トイレ照明 ○ ○   ○※２ 

階段ステップ用照明 ○     

ライティングキャノピー ○ ○ ○  ○※３ 

ライトウイング ○ ○   ○※３ 

車・列車 

航空機 
内装照明 ○ ○ ○   

その他 広告・看板 ○  ○   

防護服 ○ ○ ○   

オブジェ ○ ○ ○   

家具 ○  ○   

   ※１ ＵＶレス   ※２ 調光機能   ※３ 透光性 

 

     照明用有機ＥＬの特色としては、面発光，軽薄，フレキシブル，透明，光質，調光，省エ

ネ，水銀レスなどがあり、省エネについてはＬＥＤと比べ劣ることから、面発光，軽薄，

フレキシブルといった特色を主に利用できる照明での応用が期待されている。 

     面発光と軽薄だけならＬＥＤでも導光板をうまく組み合わせれば有機ＥＬに対抗できる

が、フレキシブルとなると、ＬＥＤでは難しくなり、こうした特色をうまく活かせる様な

使い方が有機ＥＬに適している。 
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単位：千枚

　　　　　　　年

用途

１５

（予測）

１６

（予測）
…

１８

（予測）
…

２０

（予測）

液晶ＢＬＵ … …

照明 480 970 … 1,900 … 4,800

車 … …

その他 20 30 … 100 … 200

全体 500 1,000 … 2,000 … 5,000

単位：百万円

　　　　　　　年

用途

１５

（予測）

１６

（予測）
…

１８

（予測）
…

２０

（予測）

液晶ＢＬＵ … …

照明 3,700 5,600 … 8,200 … 13,800

車 … …

その他 300 400 … 800 … 1,200

全体 4,000 6,000 … 9,000 … 15,000

 

   ２０１５～２０２０年予測／数量 

 

 

 

 

 

 

   １枚＝１５×１５ｃｍ＝２２５ｃｍ２ 

 

   ２０１５～２０２０年予測／金額 

 

 

 

 

 

 

 

   年代別用途展開の動向 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２００５年 ２０１０ ２０１５ ２０２０ 

液晶ＢＬＵ 
狙うが失敗 

一般照明 
市場開拓 
特殊需要獲得 
・スタジオ照明 
・美術館照明 

補助照明など 
ニッチ市場獲得 
脇役として市場定着  
・補助照明 
・広告看板 

主照明展開？ 

市場規模 
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